
Технология FirmASIC обеспечивает

оптимальную комбинацию аналоговой

и цифровой технологий, аппаратной

части и памяти на одной платформе.

Разработчику предлагается постоянно

развиваемая линейка проверенных и

неизменных платформ, каждая из ко!

торых имеет различные фиксирован!

ные и изменяемые функции.

Основная суть FirmASIC – это реализа!

ция систем на чипе с определёнными на!

борами функций, производительностью

и стоимостью в самые короткие сроки

для специальных целевых приложений.

Предлагая свои услуги по разработке

и производству заказных микросхем,

компания CML Microcircuits преследу!

ет сразу несколько целей.

Во!первых, FirmASIC – это новое на!

правление деятельности компании,

которое основательно дополняет стан!

дартную номенклатуру выпускаемых

микросхем для средств связи.

Во!вторых, это поиск и открытие но!

вых рынков для продукции CML, а также

поиск новых возможностей и новых

функций для производимых изделий.

При этом компания создаёт сильную и

эффективную конкуренцию для произ!

водителей ASIC!, FPGA! и DSP!микросхем.

Основные развиваемые направления

для применения технологии FirmASIC:

● проводная и беспроводная связь;

● промышленные средства управления;

● системы безопасности.

Благодаря технологии FirmASIC

успешно реализовано множество стан!

дартных, заказных и модифицирован!

ных приложений. Данный подход иде!

ален для европейской бизнес!модели.

Компания CML Microcircuits выступа!

ет на рынке заказных систем на крис!

талле в качестве разработчика систем

на кристалле без собственных произ!

водственных мощностей, поэтому она
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FirmASIC: новое направление, новые рынки,
новые возможности!

имеет гибкий подход к производству с

широким выбором технологических

процессов, наиболее оптимальных по

срокам производства и стоимости.

Среди производственных ресурсов

компании CML имеются новейшие со!

временные технологии, позволяющие

реализовать самые сложные запросы

заказчика. Однако в большинстве слу!

чаев наиболее востребованными ре!

сурсами являются оптимизированные

по цене производственные мощности.

Разработчики компании CML имеют

богатый опыт работы с разнообразны!

ми технологиями производства мик!

росхем, включая субмикронные, среди

которых следует выделить следующие:

● кремниевые подложки. Они постав!

ляются от ведущих мировых произ!

водителей, в список которых вошли

известные компании из Европы и

Дальнего Востока – UMC, X!FAB, AMS,

TSMC, Dongbu, и др.;

● КМОП. Технологии производства

комплементарных металло!оксид!

ных полупроводников широко ис!

пользуются для реализации большо!

го диапазона требований заказчика:

от цифровых схем высокой плотнос!

ти и производительности с возмож!

ным включением сложных IP!ядер

до аналоговых и смешанных схем,

включающих блоки обработки ра!

диочастотного сигнала;

● биполярная технология. Для мощ!

ных аналоговых среднечастотных

изделий (300…3000 кГц) или уст!

ройств с низким уровнем шума би!

полярная транзисторная технология

является эффективным по стоимос!

ти решением;

● биполярная КМОП�структура. Дан!

ная технология применима в качест!

ве эффективного по стоимости ре!

шения для среднечастотных ВЧ!уст!

ройств или других приложений, где

преимущество отдаётся биполярным

транзисторам (низкие уровни шу!

мов, минимальные отклонения регу!

лирования, большие плотности то!

ка). Объединение результирующих

свойств от применения биполярных

и КМОП!транзисторов на одной под!

ложке даёт в результате аналоговые

схемы и структуры с уникальными

возможностями, позволяющими ра!

ботать с плотной и маломощной ло!

гикой;

● SiGe. Это также биполярный КМОП!

процесс, но с хорошими высоко!

частотными свойствами германида

кремния. Данная технология может

использоваться не только для работы

в гигагерцовом диапазоне, но и для

маломощных приложений, работа!

ющих на более низких частотах. При

этом аналоговые схемы могут быть

оптимизированы с помощью SiGe!

биполярных структур с использова!

нием КМОП!транзисторов, что в ре!

зультате позволяет получить высо!

коинтегрированные, маломощные

устройства логики, которые выпол!

нены на одной подложке.

ИСХОДНЫЕ АППАРАТНЫЕ
СРЕДСТВА

Ключевой особенностью проектов

FirmASIC является применение исход!

ных аппаратных платформ. Это мно!

гократно отработанные на практике

средства, применение которых макси!

мально снижает риски неудачи проек!

тирования.

Компания CML Microcircuits в качест!

ве базы нового проекта FirmASIC пре!

доставляет целый ряд аппаратных ис!

ходников, каждый из которых содер!

жит разный набор стандартных блоков.

Все они оснащены аналоговым интер!

фейсом и работают в режиме низкого

потребления (рис. 1).

Данные платформы делятся на два

типа:

● на базе RAM!памяти – для этапа

оценки изделия заказчиком и опыт!

ной партии;

● на базе ROM!памяти – для серийного

производства.

Печатается с разрешения журнала Chip News Украина (www.chipnews.com.ua)

Артём Козлов (Украина, Киев)

Авторская технология компании CML Microcircuits для производства
систем на кристалле под названием FirmASIC создана для успешной
работы в широком диапазоне стандартных и заказных приложений.
Ключевыми особенностями FirmASIC являются быстрая реализация
проекта с минимальными рисками, низкая себестоимость,
миниатюрность и непревзойдённая гибкость.

© СТА�ПРЕСС



ЭЛЕМЕНТЫ И КОМПОНЕНТЫ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ
ФУНКЦИЙ FUNCTION IMAGE™

Компания CML Microcircuits обес!

печивает своих заказчиков отлажен!

ными библиотечными файлами для

выполнения различных функций.

Она поддерживает на своём сайте

портал FirmASIC, в котором хранится

библиотека типовых загрузочных

файлов Function Image™, которые

можно бесплатно скачать, загрузить

в микросхему и начать работать с но!

выми функциями. Эти файлы пред!

ставляют собой массивы 16!битных

слов, оформленные как Cи!подоб!

ные заголовочные файлы. Их можно

загрузить как с микроконтроллера

через C!Bus, так и напрямую из внеш!

ней памяти.

Время загрузки стандартного фай!

ла Function Image™ зависит от такто!

вой частоты шины. Например, при

частоте шины C!Bus, равной 54 МГц,

время загрузки составляет примерно

500 мс, а загрузка из внешней памяти

при частоте Xtal, равной 6,144 МГц, за!

нимает 1 с.

Для удобства пользователя компания

CML предусмотрела отладочную пла!

ту, которая сопрягается с компьюте!

ром через дополнительную интер!

фейсную плату, которая, в свою оче!

редь, подключена к компьютеру по

RS232. Интерфейсная плата РЕ0001

преобразует API!функции в команды

последовательной шины.

На рис. 2 показана конфигурация от!

ладочных плат для загрузки и отладки

микросхемы с помощью компьютера.

После загрузки файла программы

в память FirmASIC получаем микрос!

хему с необходимым набором функ!

ций. Таким образом, проекты FirmA!

SIC имеют отличную программную

гибкость на стадии проектирования

или модернизации.

В библиотеке файлов Function Image™

содержатся следующие типы функций:

● функции схем модема для беспровод!

ной связи – FFSK/MSK, GMSK/GFSK,

C4FM, 4FSK, 8FSK;

● функции системы кодирования – In!

terleaving, FEC, CRC;

● функции схем проводных модемов –

V.32bis, V.32, V.22bis, V.22/Bell 212A,

V.23/Bell 202, V.21/Bell 103;

● функции передачи сигналов – моду!

ляция одним тоном, DTMF, тон нача!

ла вызова, CLI, CIDCW,CTCSS, DCS,

XTCSS, передача речевых сигналов;

● функции обработки речи – фильт!

рация, АРУ, компандирование, скрэм!

блирование, предыскажение, устра!

нение ВЧ!составляющей, плавное

ограничение;

● функции измерения сигнала – обна!

ружение сигнала, усреднение, гисте!

резис;
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Основной PLL генератор

Аналоговый входной
интерфейс

Усилители с цифровым
управлением

Канал обработки
данных 1

Последовательная
шина 1

Канал обработки
данных 2

Процессор
обработки

данных

Библиотека
системных
функций

Последовательная
шина 2

Дополнительные
ЦАП

Дополнительные
АЦП

Уплотнение каналов

GPIO интерфейс

Цепи питания

ВЧ синтезаторы

Аналоговый выходной
интерфейс

Системные генераторы

• Графический интерфейс в среде Windows – кратчайший путь для отладки
• Соединение с PC через RS232
• PE0001 преобразует API функции в команды последовательной C*Bus шины

PE0201
Отладочная плата

для FirmASICC�BUS

PE0001
Универсальная интерфейсная карта

RS232

Рис. 1. Блок�схема стандартной аппаратной платформы FirmASIC

Рис. 2. Конфигурация отладочных плат для загрузки и отладки микросхемы с помощью компьютера
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● функции фильтрации – обширный

выбор цифровых фильтров;

● заказные функции – специальные

функции для различных приложе!

ний, определённые пользователями.

CML Microcircuits уже выпускает не!

сколько «гибких» процессоров, функ!

ции которых можно конфигурировать

с помощью Function Image™:

● CMX7031 и CMX7041 – радиопроцес!

соры для приёмопередатчиков и ана!

логовых радиосистем. Микросхемы

способны выполнять голосовые функ!

ции, передавать данные и оповеще!

ние. CMX7041 не содержит ВЧ!синте!

заторов, которые есть у CMX7031.

Причина в том, что совмещение в од!

ном корпусе микросхемы блока син!

тезаторов и цифровой части может

ухудшить общую селективность

радиостанции. Поэтому CMX7041

предназначен для профессиональ!

ных решений, где внешние синтеза!

торы можно поместить в отдельный

экранированный отсек;

● CMX7032 и CMX7042 – радиопроцес!

соры для реализации морского АИС!

оборудования класса Б и др., которые

поддерживают протокол CSTDMA.

Кроме стандартных узлов, данные

микросхемы содержат два ограничи!

теля!дискриминатора в передающем

тракте для полудуплексного обмена

данными, а также один АИС!тракт пе!

редачи с поддержкой синхронной или

двухточечной модуляции. CMX7042 не

содержит ВЧ!синтезаторов, которыми

оснащена микросхема CMX7032;

● CMX7131 и CMX7141 – цифровые

PMR!процессоры. Поддерживается

ETSI dPMR!стандарт TS102!490 и

обычное цифровое PMR!радио с ка!

налами шириной 6,25 и 12,5 КГц;

● CMX7143 – многорежимный беспро!

водной модем для передачи данных,

который включает в себя базовую аппа!

ратную часть, общую для всех типов

модемов, а схема модуляции определя!

ется загружаемой пользователем про!

граммой из Function Image. Микросхе!

ма оснащена системой обнаружения

синхронизации фреймов AFSD и RSSI!

обработкой для LTB!приложений.

Компания продолжает развивать се!

мейство конфигурируемых процессо!

ров. При этом не останавливается разви!

тие библиотеки файлов Function Image™,

которая постоянно пополняется свежи!

ми решениями для разработчиков ради!

оэлектронных средств и программистов.

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ НОВОГО
ИЗДЕЛИЯ FIRMASIC

Проектирование специализирован!

ных микросхем проходит с использова!

нием промышленных систем проекти!

рования на базе Unix и Linux АРМ с про!

граммным обеспечением CadenceEDA.

Временные рамки разработки нового

изделия FirmASIC до выхода его в серию

определяются в основном сложностью

изделия и варьируются от нескольких

недель до нескольких месяцев.

Разработка специализированной мик!

росхемы состоит из следующих этапов.

1. Проектирование:

● определение спецификации мик!

росхемы;

● проектирование микросхемы, утверж!

дение заказчиком;

● формирование топологии и провер!

ка, последнее утверждение заказчиком.

2. Изготовление образцов:

● разработка единичной подложки;

● разработка многокристальной под!

ложки;

● производство образцов/прототипов;

● оценка заказчиком и утверждение.

3. Производство:

● опытное производство и разработ!

ка программы;

● серийное производство;

● отправка продукции.

Схема разработки нового изделия

FirmASIC показана на рис. 3.

Как уже сообщалось выше, одной из

целей CML Microcircuits является созда!

ние весомой конкуренции производи!

телям специализированных микросхем

(ASIC), цифровых сигнальных процес!

соров (DSP), программируемых матриц

(FPGA) и базовых кристаллов (Gate Ar!

ray). Основным преимуществом FirmA!

SIC является оперативность разработ!

ки нового изделия, а значит, и срав!

нительно короткие сроки до начала

серийного производства. Сравнитель!

ная характеристика различных техно!

логий производства заказных ИМС

приведена в таблице. Основные преи!

мущества FirmASIC по сравнению с по!

хожими предложениями следующие:

● быстрая реализация продукта (нет не!

обходимости во множественных обра!

ботках подложки, доступность опыт!

ных образцов уже в течение 3 месяцев);

● высокая гибкость (доступность це!

лого семейства аппаратных плат!
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Начало проекта

Фаза определения
(уточнение требований, определение режимов работы

и спецификация параметров)

Фаза проектирования
(применение функций библиотеки CML для составления

проектной функциональности изделия)

Фаза оценки пользователем
(поставка заказчику оценочной платы с проектными

функциями Function Image на флеш*памяти этой платы)

Опытная партия
(микросхема с записанной на ОЗУ кодом Function Image)

Запуск изделий в серию
(изделия с готовым заказным профилем)

Подписание договора FirmASIC®

Утверждение
заказчиком

Утверждение
заказчиком

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Да

Утверждение
заказчиком

Рис. 3. Схема разработки нового изделия FirmASIC
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форм со специфическими функция!

ми, наличие стандартной библиоте!

ки программ Function ImageTM, а

также возможность добавления за!

казных функций);

● низкая стоимость (небольшие еди!

новременные затраты на проектиро!

вание, конкурентная конечная цена

изделия, реальные возможности для

небольших проектов с суммарным

количеством изделий от 50 тыс. шт.);

● низкие риски (доступность исход!

ных аппаратных платформ, про!

ектирование проходит одновре!

менно с тестированием заказчи!

ком);

● работа на низкой мощности (зало!

жена изначально в аппаратных плат!

формах);

● миниатюрные корпуса (стандарт!

ные 32/64!выводные VQFN! или

LQFP!корпуса).

Более подробную информацию о

FirmASIC!технологии компании СМL

Microcircuits можно найти на сайте

производителя – www.cmlmicro.com.
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Сравнительная характеристика различных технологий производства заказных ИМС

Технология Затраты на проектирование
Себестоимость

конечного
продукта

Срок до начала серийного
производства

Стоимость добавления
или изменения функций

Возможность
программного

обновления

Специальные
аналоговые

функции

Габариты
устройства

ASIC Высокие Низкая Длительный (разработка + множество
исправлений шаблона) Высокая Нет Есть Небольшие

Gate Array Низкие Низкая Средний (разработка + множество
исправлений шаблона)

Средняя (проектирование схемы +
+ тестирование) Нет Нет Большие

FPGA Высокие, но для отладочных
средств – низкие Очень высокая Средний (разработка + время отладки) Средняя (проектирование схемы +

+ тестирование) Есть Нет Большие

DSP Высокие, но для отладочных
средств – низкие Низкая Длительный (разработка программы +

+ её всестроннее тестирование)
Низкая/средняя (разработка кода

и тестирование) Есть Нет Большой

FirmASIC Низкие Низкая Короткий Низкая/нулевая Есть Есть Небольшие

Новости мира  News of the World  Новости мира

Лампы накаливания уходят
в прошлое

Toshiba останавливает массовое произ�

водство ламп накаливания, положив конец

120�летней производственной истории

привычных всем ламп. Компания является

крупнейшим производителем светоизлуча�

ющей продукции в Японии. Toshiba собира�

лась прекратить выпуск привычных нам

ламп в следующем году, но перенесла да�

ту на этот год. Дальнейшие планы компа�

нии – сфокусироваться на производстве

более энергоэффективных продуктов на

основе светодиодов, включая светодиоды

белого свечения, которые уже теснят на

рынке лампы накаливания.

Напомним, что в октябре 2009 г. министр

экономического развития РФ Эльвира На�

биуллина сообщила о предложении Прави�

тельства РФ запретить производство и

продажу ламп накаливания. Запрет дол�

жен вступить в силу с 1 января 2014 г. Од�

нако, как заявил помощник президента РФ

Аркадий Дворкович, законодательно сроки

фиксировать не предполагается. Помимо

этого известно, что рассматривается воз�

можность запрета оборота ламп накалива�

ния более 100 Вт уже со следующего года.

Однако в отличие от планов Toshiba,

лампу накаливания в нашей стране, скорее

всего, заменит ЭСЛ (энергосберегающая

лампа). Они могут быть люминесцентными

или галогенными. Преимущество перед

традиционными лампами – пятикратная

экономия электричества и в 6 – 12 раз бо�

лее долгий срок службы. Эти несомненные

плюсы уравновешиваются дороговизной.

slashdot.org

США сдаёт позиции
в нанотехнологиях

Если США не сделают ничего с текущим

положением дел, касающихся нанотехно�

логий, то мировое лидерство выскользнет

из их рук. Именно к такому выводу ведёт

отчёт, попавший в четверг к президенту

Соединённых Штатов Бараку Обаме.

Согласно отчёту, с 2003 по 2008 г. объ�

ём инвестиций – государственных и

частных – увеличивался в среднем на

18% в год, за рубежом – на 27%. Соста�

вители отчёта рекомендуют увеличивать

финансирование, переманивать зарубеж�

ных специалистов в Америку и коммерци�

ализировать индустрию нанотехнологий, –

словом, ничего оригинального не посове�

товали. Надо отметить, что отчёт охваты�

вает весь спектр применения нанотехно�

логий, куда среди прочего входит про�

изводство новых видов материалов,

медицина, электроника.

Пока США остаются крупнейшим игро�

ком на рынке нанотехнологий, несмотря на

отставание в темпах развития. В 2008 г.

было инвестировано $5,7 млрд. – больше,

чем смогло вложить любое другое государ�

ство. На пятки стране «звёздно�полосатого

флага» наступают Япония, Китай, Южная

Корея и Европейский Союз. Максин Са�

витц (Maxine Savitz), возглавляющая груп�

пу National Nanotechnology Initiative, ком�

ментирует: «Несмотря на наше лидирую�

щее положение, уровень экономического

соперничества со стороны других стран

очень сильно возрос».

Предполагается, что NNI, уже вложив�

шая в нанотехнологии США $12 млрд.,

увеличит инвестиции на 100% в течение

ближайших пяти лет. Дело не только в

том, какая страна «нанотехнологичней».

Потеря лидерства для Соединённых

Штатов может означать, что деньги на

инвестирование уплывут за океан, а

американским производителям придёт�

ся лицензировать технологии других

стран и использовать материалы, произ�

ведённые за рубежом.
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